
济南市半导体元件实验所 军用塑封半导体器件产品系列

型

4ZL260G2P ( 进口芯片 ) 型整流桥技术参数说明

号
参数

4ZL260G2P
(MBS)

单位

VRRM 600 V

IF 2 A

IFSM 80 A

Tj/TSTG -55～150 ℃

Rth（j-A） 47 ℃/W

VF @I=2A ≤1.1 V

IR1

@VRRM@TA=25℃
≤10 μA

IR2

@VRRM@TA=125℃
≤500 μA

MBS 封装外形图：

单位：mm

尺寸符号 最小值 最大值 尺寸符号 最小值 最大值

A 2.30 2.70 E 3.60 4.10

A1 0.05 0.20 e 2.30 2.70

b 0.50 0.80 H 6.40 7.00

c 0.15 0.35 L 0.70 1.10

D 4.50 4.90
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